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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO

CONSULTA PÚBLICA Nº 45, DE 9  DE  OUTUBRO DE 2012.
(Publicada no DOU em 10.10.12)
A Secretária do Desenvolvimento da Produção do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, de acordo com os artigos 8o e 9o da Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 170, de 4 de agosto de 2010, torna pública a proposta de alteração de Processo Produtivo Básico – PPB.

Manifestações podem ser encaminhadas no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, ao e-mail: cgel.ppb@mdic.gov.br
HELOISA REGINA GUIMARÃES DE MENEZES

Secretária do Desenvolvimento da Produção

ANEXO

PROPOSTA 039/12: ALTERAÇÃO DA PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 126 e 127, DE 31 DE MAIO DE 2011, QUE ESTABELECE O PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, SEM TECLADO, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (“TOUCH SCREEN”) - "TABLET PC".
1) Alterar o inciso II (em destaque) do  §1o do art. 1o conforme a seguir:

DE:

§ 2o  Para o cumprimento do disposto no caput ficam temporariamente dispensados da montagem local os seguintes módulos, subconjuntos ou unidades, observado o disposto no § 6o e no art. 2o:

I - bateria; e

II – gabinete.
PARA:
§ 2o  Para o cumprimento do disposto no caput ficam temporariamente dispensados da montagem local os seguintes módulos, subconjuntos ou unidades, observado o disposto no § 6o e no art. 2o:

I - bateria; e

II – gabinete, podendo conter antena(s), borracha(s), componente(s) plástico(s) e/ ou metálico(s), alto falante(s) e/ou microfone(s), botões, teclas, compartilhamento(s) de abertura de conexões.

2) Alterar o inciso I (em destaque) do  §3o do art. 1o conforme a seguir:

DE:

§ 3o   Para o cumprimento do disposto no caput ficam dispensados da montagem local, até 31 de dezembro de 2013, os seguintes módulos, subconjuntos ou unidades, observado o disposto no § 6o e no art. 2o:

I - telas de cristal líquido, plasma ou outras tecnologias, inclusive com a estrutura de fixação e com dispositivo sensível ao toque.

PARA:
§ 3o   Para o cumprimento do disposto no caput ficam dispensados da montagem local, até 31 de dezembro de 2013, os seguintes módulos, subconjuntos ou unidades, observado o disposto no § 6o e no art. 2o:

I - telas de cristal líquido, plasma ou outras tecnologias, inclusive com a estrutura de fixação com ou sem dispositivo de captura de imagem e/ou alto falante(s) e/ou microfone(s) incorporados, suportes e conectores, circuito impresso flexível montado com componentes eletroeletrônicos, e com dispositivo sensível ao toque.

3) Incluir os §§ 8º, 10 e 11 (em destaque) ao art. 1o, conforme a seguir:

§ 6o  Para o cumprimento do disposto no caput deste artigo ficam estabelecidos os seguintes cronogramas de utilização de componentes, partes e peças produzidos conforme os respectivos Processos Produtivos Básicos, cujos percentuais serão estabelecidos tomando-se por base a quantidade total dos respectivos componentes utilizados no MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, SEM TECLADO, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (“TOUCH SCREEN”) - "TABLET PC", produzidos conforme o PPB e comercializados com o incentivo fiscal do IPI, previsto no art. 4o da Lei no 8.248, de 1991, no ano calendário, levando-se em conta o disposto no art. 2o:

I - Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de processamento central (placa-mãe):

	Ano calendário
	2011
	2012
	2013 em diante

	Percentual
	50%
	80%
	95%


II - Placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de acesso à rede de comunicação sem fio, quando aplicável:

	Ano calendário
	2011
	2012
	2013
	2014 em diante

	Percentual
	-
	-
	50%
	80%


III - Placas de comunicação que possibilitem acesso à rede de telefonia celular, quando aplicável: 

	Ano calendário
	2011
	2012
	2013
	2014 em diante

	Percentual
	-
	-
	20%
	30%


IV - Carregadores de baterias ou conversores CA/CC:

	Ano calendário
	2011
	2012
	2013 em diante

	Percentual
	-
	50%
	80%


V – Componentes, partes e peças que atuem com a função de memória, quer sejam em forma de circuitos integrados, quer em forma de módulos ou placas, tais como os citados abaixo ou outras tecnologias futuras, observado o §10:
a) Componente Circuito integrado Nand Flash (FBGA / LGA);

b) Componente Circuito integrado DRAM ou LPDRAM (FBGA);

c) Circuito integrado MCP (Multi Chip Package – FBGA / LGA);

d) Componente eMMC (Multi Media Card) (FBGA / LGA);

e) Componente eSSD (FBGA / LGA);

f) Módulo SSD – (Small Form Factor Solid State Drive);

g) Módulo de memoria DRAM; e

h) Cartão de memoria µSD card.

	Ano calendário
	2012
	2013
	2014
	2015 em diante

	Percentual mínimo exigido com PPB específico
	20%
	30%
	50%
	60%


§ 7o  A base de cálculo sobre a qual incidirão os percentuais será sobre o total de componentes e módulos, descritos no inciso V, que atuem com a função de memória, observando o disposto no §8o, ficando a critério do fabricante a opção de escolha para integrar nos percentuais estabelecidos.

§ 8o  Para efeito de cumprimento dos percentuais definidos no inciso V do § 6o deste artigo, os circuitos integrados de memórias deverão ser contabilizados individualmente, mesmo que apresentados em placas ou módulos com mais de um circuito integrado.

§ 9o  Caso a empresa fabricante opte por produzir o gabinete utilizado no TABLET PC a partir das etapas: fabricação do molde, injeção plástica e pintura, os percentuais estabelecidos no inciso V do § 6o para fabricação das memórias deverão ser os seguintes:

	Ano calendário
	2012
	2013
	2014
	2015 em diante

	Percentual mínimo exigido com PPB específico
	15%
	22%
	40%
	50%


§ 10.  Paras as memórias do tipo: NAND Flash, MCP e LPDRAM com as características estabelecidas nos incisos I e II deste parágrafo, o cronograma de exigência de percentuais mínimos obrigatórios deverá ser o seguinte:

	Ano calendário
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016 em diante

	Percentual mínimo exigido com PPB específico
	-
	-
	20%
	40%
	60%


I - Memórias NAND Flash e MCP:

a) altura de encapsulamento inferior ou igual a 1mm;

b) planicidade inferior ou igual a 75 µm, com ciclos térmicos de temperatura ambiente para alta retenção de dados por 1 ano, com operação em temperatura de 55ºC; e

c) controlador de baixo estado de latência, interface multicanal paralela para controle de erros e acesso ao mapeamento e gerenciamento da memória NAND.

II - Memórias LPDRAM

a) altura de encapsulamento inferior ou igual a 0,85mm;

b) planicidade inferior ou igual a de 75 µm, em temperatura de 250ºC;

c) distância entre terminais do substrato inferior ou igual a de 75 µm; e

d) espessura do substrato inferior ou igual a 60 µm.

§ 11.  Para efeito de cumprimento do disposto no inciso IV do §6o, em termos do percentual mínimo obrigatório do cronograma de utilização dos carregadores ou conversores CA/CC, poderão ser consideradas as vendas no mercado interno e exportações dos carregadores de baterias ou conversores de corrente contínua (CA-CC), em ambos os casos, quando desacompanhados do MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL, SEM TECLADO, COM TELA SENSÍVEL AO TOQUE (“TOUCH SCREEN”) - "TABLET PC", desde que cumpram seus respectivos Processos Produtivos Básicos.

4) Incluir o § 2o (em destaque) ao art. 2o conforme a seguir:

Art. 2o  Caso os percentuais estabelecidos nos §§ 4o e 6o  do art. 1o  não sejam alcançados, a empresa ficará obrigada a compensar a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano seguinte, sem prejuízo das obrigações correntes, no ano-calendário.

§ 1o A diferença residual a que se refere o caput não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

§ 2o Para os subconjuntos e componentes seguintes, o percentual a que se refere o§1o deste artigo poderá ser alterado conforme a seguir:

I – Para as placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de processamento central (placa-mãe): excepcionalmente 20% (vinte por cento) para o ano de 2012, podendo a quantidade equivalente ser compensada até 31 de dezembro de 2013;

II – Para os carregadores de baterias ou conversores CA/CC: excepcionalmente 50% (cinquenta por cento) para o ano de 2012, podendo a quantidade equivalente ser compensada até 31 de dezembro de 2014; e

III – Para os componentes, partes e peças que atuem com a função de memória, quer sejam em forma de circuitos integrados, quer em forma de módulos ou placas: excepcionalmente 20%(vinte por cento) para o ano de 2012, podendo a quantidade equivalente ser compensada até 31 de dezembro de 2013.
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